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前言

　　回顾过去近20年的发展，微机电系统（MicrElectrO-MechanicalSystems，MEMS）由于具有能够在
狭小空间内进行作业而又不扰乱工作环境的特点，因而在航空航天、精密机械、生物医学、汽车工业
、家用电器、环境保护、通信、军事等领域有着广泛的应用潜力，成为广大科技工作者研究的热点。
　　本书比较全面地介绍了MEMS的基本概念、常用材料、工作原理、分析方法、设计方法、加工工
艺、表面特性、检测技术、主要应用以及COMSOL软件、MEMS仿真模块。
本书的某些内容是作者在完成博士学位论文和博士后研究报告时所得到的结果，由于篇幅所限，有关
推导过程和实验过程均作了省略。
本书的编写目的既是为高年级本科生和研究生提供有关MEMS的基本知识，同时也为其进一步
的MEMS研究打好基础。
　　全书共9章，各章的主要内容如下：　　第1章首先介绍了MEMS的基本概念、研究范围、研究现
状、主要应用领域和有待进一步研究的问题。
　　第2章介绍了ME.MS的常用材料。
首先介绍了硅及其化合物，其次介绍了砷化镓、陶瓷、形状记忆合金、磁致伸缩材料，最后介绍了流
变体，包括电流变体、磁流变体和铁流体。
　　第3章介绍了涉及MEMS的有关固体力学问题，主要包括梁、膜的受力分析，振动分析以及阻
碍MEMS市场化的粘附问题，同时还推导了MEMS分析经常用到的拉格朗日一麦克斯韦方程。
　　第4章介绍了’MEMS的常见工艺方法，主要包括微电子加工工艺及精密加工和特种加工。
　　第5章详细介绍了MEMS的工作原理。
首先介绍了压阻传感器、电容传感器、压电传感器、谐振传感器、隧道传感器、热传感器、光传感器
、化学传感器，重点介绍了微加速度计和微陀螺仪。
其次介绍了微执行器的工作原理，重点介绍了数字微镜及其应用。
最后介绍了微流系统，包括流体力学基础、基本方程和典型微流器件。
　　第6章介绍了MEMS的表面特性。
从物质结构和固体物理学出发，先后讨论了势函数、微观连续介质理论、液体表面特性、粗糙表面表
征、粗糙表面工艺分析、MEMS粘附问题及其释放恢复技术。
　　第7章介绍了MEMS的检测技术，包括MEMS材料特性测量、MEMS表面形貌测试、可靠性测试，
最后简要介绍了离心机的工作原理。
　　第8章详细介绍了MEMS的应用，包括MEMS在汽车、家用电器、生物医学、光通信、航空航天、
军事等领域中的最新应用。
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内容概要

本书系统地介绍了微机电系统的原理、设计和分析等知识，内容包括微机电系统的基本概念、常用材
料、工作原理、分析方法、设计方法、加工工艺、表面特性、检测技术、主要应用以及COMSOL软件
、微机电系统模块仿真。
    本书可供高等学校机械、电子、仪器、微电子器件专业高年级本科生和研究生使用，也可为相关工
程技术人员及科技管理人员提供参考。
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